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今週のキーワード

AI後工程ボトルネック
先端パッケージング投資と材料供給課題

13
件

記事数

6
カ国

対象国

105
億ドル

ASE投資

29
%

ABF不足

今週の全13記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01 ベシ、HB受注増 企業戦略/
製品紹介

●●●○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●●●
○

●●●●
○

半導体装置メーカーBesiがAI需要とハイブリッドボン
ディング牽引で記録的受注を達成。先端パッケージン
グの採用が加速。

#02 マレーシアHBM4投資 国家戦略/
市場動向

●●●○
○

●●●○
○

●●●○
○

●●●○
○

●●●●
○

マレーシア政府がHBM4国産化を目指し、先端チップ
パッケージングに4500万米ドルを投資。2年以内の商
業化目標。

#03 Intel EMIB vs TSMC 技術比較/
企業戦略

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
●

インテルEMIBがAIパッケージングで優位性。TSMCは
CoWoS供給制約に対し類似技術開発で対抗し、競争
激化。

#04 ASE設備投資増額 企業戦略/
市場動向

●●○○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●●●
○

●●●●
○

ASE TechnologyがAI向け先端パッケージング需要に
対応し、2026年設備投資を過去最高の105億ドルに増
額。

#05 ABF基板29%不足
市場危機/
市場レポ

ート

●○○○
○

●●●●
●

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
●

AIチップのHBM統合加速によりABF基板需要が急増し
、2028年には最大29%の供給不足に陥ると予測。

#06 Intel EMIB-T推進 技術紹介/
企業戦略

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

●●●●
○

●●●○
○

インテルが米国内ファブでFoveros/EMIB-T（電力供
給チャネル付き）先端パッケージング技術を推進し、
AI半導体開発を加速。

#07 SEMICON West移転 市場動向/
国家戦略

●○○○
○

●●●○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

SEMICON Westがアリゾナ州フェニックスへ移転。T
SMCの1000億ドル規模ファブ計画で米半導体ハブ強
化。

#08 2.5D/HBM加速 技術比較/
市場動向

●●●○
○

●●●○
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●○
○

AIアクセラレーター向け2.5DパッケージングとHBM
統合が加速。TSMC CoWoSとSamsung
I-CubeSが技術を牽引。

#09 TSMCガラスCoPoS 新技術/企
業戦略

●●●●
○

●●○○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
●

TSMCがCoWoS容量ボトルネック解消のため、310x3
10mmガラス基板CoPoSのパイロットラインを稼働。
2028-2029年量産へ。

#11 Amkorアリゾナ工場 企業戦略/
市場動向

●●○○
○

●●●○
○

●●●●
○

●●●●
○

●●●●
○

Amkor TechnologyがAI需要に対応し、アリゾナに7
0億ドル規模の先進パッケージング工場を建設。韓国S
iP生産はベトナムへ移管。

#12 ASE設備投資増額(詳) 企業戦略/
市場動向

●●○○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●●●
○

●●●●
○

ASE Technologyが2026年設備投資を105億ドルに増
額し、LEAP事業の2027年倍増を目指す。FOPLPは20
27年Q1量産開始。

#13 SiCパワーモジュール 新技術/技
術紹介

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

●●●●
○

●●●●
●

SiCパワーモジュール向け先進パッケージング（AMB
、埋め込みダイ）がEVとAIデータセンターを変革。熱
管理と電力密度を向上。



半導体後工程 Weekly Intelligence Report | 2026-08-01 | Page 2

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#16 ASMPT記録的売上 企業戦略/
製品紹介

●●●○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●●●
○

●●●○
○

ASMPTがAI需要に牽引され、アドバンストパッケー
ジング事業で記録的売上を達成。PLPを将来の成長ド
ライバーに。

●●●●○ High ●●●○○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色＝注目記事
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今週、判断に影響しうる3つの問い

❶AIチップの性能限界はパッケージングで打破できるか？
TSMC CoWoSの供給制約やIntel EMIB-T、TSMC CoPoSといった新技術の登場は、AIチップの性能向上と量産化の鍵を
握る。自社の設計や材料選定は、これらの先端パッケージング技術の進化に対応できているか、あるいはボトルネックと
なっていないか。

❷ABF基板の供給不足は自社の生産計画に影響しないか？
2028年にはABF基板が最大29%不足すると予測され、191億ドルの増産投資も短期解消は困難。主要サプライヤーの動向
を注視し、代替材料や設計変更、サプライヤーとの長期契約など、具体的な対策を検討する必要がある。

❸国内製造回帰と地政学リスクへの対応は十分か？
米国アリゾナ州への半導体エコシステム集積（TSMC 1000億ドル投資、Amkor 70億ドル工場、SEMICON West移転）
は、サプライチェーンの再編を加速させる。日本企業は、この地政学的な変化を機会と捉え、新たなビジネスチャンスを
創出できるか、あるいは脅威として認識し対策を講じているか。

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

HB需要 AIパケ競争

ABF不足

米国ハブ化

PLP新技術

OSAT能力

SiC電源

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● HB需要 機会大 HB装置・材料需要増 —

● AIパケ競争 注意 新技術への参入機会 技術競争激化、投資負担

● ABF不足 脅威大 代替材料開発 材料調達リスク、生産制約

● 米国ハブ化 注意 米国市場参入 サプライチェーン再編

● PLP新技術 注意 ガラス基板・装置需要 既存技術陳腐化リスク

● OSAT能力 機会大 OSATとの協業強化 —

● SiC電源 機会大 SiC向け材料・PKG開発 —
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深掘り ① ― TSMC、ガラス基板CoPoSでCoWoSボトルネック打破へ
#09 | 2026/07/29 | 36� / 半�体行�観察 | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●○○ 日本関連度●●●●●

TSMCは、AIチップ向けCoWoSの生産容量制約を解消するため、CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）先進パッケ
ージング技術のパイロットラインを稼働させました。この新プラットフォームは、従来の12インチウェハーの物理的限
界を超え、310x310mmの長方形ガラスパネルを使用。既存のディスプレイパネル生産ラインを再利用することで、大
幅な生産量増加とコスト効率の改善を目指します。

CoPoSは、高精度なパネルレベルリソグラフィーとガラス基板を活用し、大規模AIダイの効率的なタイル化を実現しま
す。2028年後半から2029年の量産開始を目指しており、HPC、5G/6G、AIチップといった次世代アプリケーションの
厳しい要件に対応する鍵となる技術です。Intelもガラス基板ベースの先進パッケージングで2027年後半の量産を目指
しており、この分野は激しい競争が予想されます。

▶ 技術者の視点

TSMCのCoPoSは、AIチップの性能向上とコスト効率化を両立させる画期的なアプローチです。ガラス
基板の採用は、反り制御やTGV（Through-Glass Via）形成など、材料とプロセス技術に高度な要求を
課します。特にガラス基板の平坦性、熱膨張係数、機械的強度、そしてTGVの信頼性は、量産化に向け
た重要な課題となるでしょう。日本企業にとっては、高機能ガラス基板、パネルレベルリソグラフィー
装置、PVD装置、そして低応力モールド材などのサプライヤーとして大きな【機会】があります。一方
で、既存のウェハーベースパッケージング材料・装置メーカーは、技術転換への対応が遅れると【脅威
】に直面する可能性があります。R&D;部門はガラス基板関連技術の動向を注視し、材料メーカーはTG
V対応ガラス基板や低反り封止材の開発を加速すべきです。

深掘り ② ― AIチップ需要でABF基板が2028年に29%不足の危機
#05 | 2026/07/26 | [不明] | 技術新規性●○○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●● データ信頼性●●●○○
日本関連度●●●●●

AIチップのHBM統合加速により、ABF（Ajinomoto Build-up Film）基板の需要面積は2025年から2028年まで年平均
39%で急増し、2027年には供給不足に転じ、2028年には最大29%のギャップが生じると予測されています。AIサー
バー用チップはGPUあたり8～12個のHBMを搭載し、これがABF基板の大型化と複雑化を招いています。

この需要増に対し、Unimicron、Nan Ya PCB、Kinsusといった主要基板メーカーは総額191億ドルの拡張計画を進め
ていますが、製造設備の導入や生産能力の立ち上げに時間がかかるため、短期的な供給不足の緩和は困難と見られてい
ます。この深刻な供給制約は、次世代AIおよび高性能コンピューティング開発のボトルネックとなる可能性を指摘して
います。

▶ 技術者の視点

ABF基板の供給不足は、AIチップの生産計画に直接的な影響を及ぼす喫緊の課題です。予測される29%
の不足は、AI産業全体の成長速度を制約する可能性があり、日本の材料メーカー（特に味の素）にとっ
ては大きな【機会】であると同時に、供給責任を果たす上での【脅威】でもあります。提示された191
億ドルの投資は大規模ですが、製造リードタイムを考慮すると、2028年までの不足解消は現実的ではな
いでしょう。基板メーカーは、より大型で多層化するABF基板の製造技術革新と歩留まり向上を急ぐ必
要があります。調達部門は、複数サプライヤー戦略の強化、長期契約の見直し、代替材料の評価を即座
に進めるべきです。R&D;部門は、ABF代替となる低誘電・低損失材料や、より効率的なパッケージング
構造の検討を開始すべきです。
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深掘り ③ ― SiCパワーモジュール向け先進パッケージングがEV/AIデータセンターを変革
#13 | 2026/07/31 | [Industry Publication/Research] | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●●

SiC（炭化ケイ素）パワーモジュール向けの先進パッケージング技術が、電気自動車（EV）インバーターやAIデータセ
ンターの電力システムにおいて、熱管理と電力密度を大幅に向上させています。Fraunhofer IZMと三菱重工業は、ア
クティブメタルろう付け（AMB）チップ埋め込みを活用した500kW/LのSiCインバーターを2026年6月に発表しました
。

この技術は、窒化ケイ素（Si3N4）や窒化アルミニウム（AlN）を用いたAMB基板により、熱サイクル抵抗と熱伝導率
を改善。175〜200°Cの動作環境に対応する高耐熱性モールド材やシリコーンゲル、そしてベアSiCダイを直接PCB層に
埋め込む埋め込みダイパッケージングを統合しています。埋め込みダイは電気経路を短縮し、寄生インダクタンスを低
減することで、SiCパワーモジュールのスイッチング性能と効率を向上させます。

▶ 技術者の視点

SiCパワーモジュールにおけるAMBと埋め込みダイ技術は、EVやAIデータセンターの電力変換効率を劇
的に向上させる可能性を秘めています。三菱重工が関与している点は、日本企業にとって大きな【機会
】です。特に、500kW/Lという電力密度は非常に高く、熱管理材料（AMB基板、高耐熱性モールド材、
シリコーンゲル）の性能が鍵となります。これらの材料は、高温環境下での長期信頼性を確保するため
に、熱応力緩和、熱伝導性、電気絶縁性のバランスが極めて重要です。実用化に向けた課題としては、
埋め込みダイの歩留まり向上、異なる材料間の熱膨張係数ミスマッチによる信頼性確保、そして高耐熱
性封止材のコストダウンが挙げられます。日本の材料メーカーは、これらの課題解決に貢献できる高機
能材料の開発を加速すべきです。

その他の注目記事
ベシ、AI需要とハイブリッドボンディング牽引で受注額が前年比128.8%増（ET Electronics News）
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○

AI向けハイブリッドボンディング装置の需要が急増。日本の装置・材料メーカーは、このトレンドを捉え、Besiとの連
携を強化すべき。

インテルEMIB技術がAIパッケージングで優位性確立、TSMCはCoWoS供給制約に対し類似技術開発で対抗（Benzinga）
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●

IntelとTSMCの先端パッケージング競争は、AIチップの設計とサプライチェーンに大きな影響を与える。日本の材料・
装置メーカーは両社の技術動向を注視し、対応力を高める必要がある。

ASE Technology、2026年設備投資を過去最高の105億ドルに増額、先進パッケージング事業の2027年倍増を目指す（TrendForce）
技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○

世界最大のOSATであるASEの巨額投資は、先端パッケージングの供給能力不足解消に貢献。FOPLPの量産化は、日本
のパネル製造技術や材料メーカーに新たな機会をもたらす。

インテル、米国内ファブでFoveros/EMIB-T先端パッケージング技術を推進し次世代AI半導体開発を加速（Intel）
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○

EMIB-Tの電力供給チャネルはHBM統合の課題を解決する重要な技術。米国内製造強化は、日本のサプライヤーにとっ
て新たなビジネスモデルを検討する契機となる。

ASMPT、AI需要でアドバンストパッケージング事業が記録的売上を達成し、2026年上半期に堅調な業績を報告（ASMPT）
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○

TCBやPLPなど、ASMPTの先端パッケージング装置の好調は、AIチップ製造における高精度・高密度実装の重要性を示
唆。日本の装置・材料メーカーは連携を強化すべき。
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今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【調達】ABF基板の主要サプライヤー（味の素等）と連携し、2028年までの供給見通しとリスク評価を実施。
代替材料の検討を開始。

• 【R&D;】Intel EMIB-TやTSMC CoPoSなど、主要プレイヤーの先端パッケージング技術ロードマップを再確認
し、自社材料・装置の適合性を評価。

• 【経営企画】米国アリゾナ州の半導体エコシステム動向（TSMC、Amkor等）を調査し、日本企業の参入機会や
サプライチェーン再編の影響を分析。

▍短期（1ヶ月）
• 【R&D;】ガラス基板を用いたパネルレベルパッケージング（PLP）の技術動向（TSMC CoPoS、ASE
FOPLP等）を深掘り調査。TGV形成技術やガラス基板材料の要求特性を特定し、開発計画に反映。

• 【半導体PKG】SiCパワーモジュール向けAMB基板、高耐熱性モールド材、埋め込みダイ技術に関する最新情報
を収集。自社製品への適用可能性を評価し、開発ロードマップを更新。

• 【調達】主要OSAT（ASE, Amkor, ASMPT等）の設備投資計画と先端パッケージング能力増強の動向を把握し
、将来的なキャパシティ確保に向けた交渉戦略を立案。

▍中長期（四半期〜）
• 【R&D;】ABF基板の代替となる、低誘電・低損失かつ高信頼性のパッケージング材料の基礎研究を強化。特に
、大型化・多層化に対応可能な新素材の探索。

• 【経営企画】地政学リスクを考慮したサプライチェーンの多様化戦略を策定。米国、東南アジア（マレーシア、
ベトナム）など、新たな製造拠点との連携強化や投資機会を検討。

• 【EV設計】SiCパワーモジュール向け先進パッケージング技術の進化を前提とした、次世代EVインバーターの
設計思想を検討。高電力密度・高効率化に向けた材料・部品サプライヤーとの協業体制を構築。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-08-01
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収録記事一覧

#01 ベシ、AI需要とハイブリッドボンディング牽引で受注額が前年比128.8%増の2億9290万ユーロ
に到達

#02 マレーシア、HBM4国産化を目指し先端チップパッケージングに4500万米ドルを投資

#03 インテルEMIB技術がAIパッケージングで優位性確立、TSMCはCoWoS供給制約に対し類似技術
開発で対抗

#04 ASEテクノロジー、AI需要急増に対応し2026年設備投資を過去最高の105億ドルに23.5%増額

#05 AIチップの高機能化でABF基板需要が2028年に29%不足へ、191億ドルの増産投資も短期解消
は困難

#06 インテル、米国内ファブでFoveros/EMIB-T先端パッケージング技術を推進し次世代AI半導体開

発を加速

#07 SEMICON Westがアリゾナ州フェニックスへ移転、TSMCの1000億ドル規模2nm以下ファブ計
画で米半導体ハブ強化

#08 AIアクセラレーター向け2.5DパッケージングとHBM統合が加速：TSMC CoWoSとSamsung I-
CubeSが技術を牽引、2026年までに5.5倍のレティクルサイズへ

#09 TSMCが310x310mmガラス基板CoPoSでCoWoS容量ボトルネックを打破、2028-2029年量産
へ

#11 Amkor Technology、AI需要に対応しアリゾナに2028年稼働の先進パッケージング工場を建
設、韓国SiP生産はベトナムへ移管

#12 ASE Technology、2026年設備投資を過去最高の105億ドルに増額、先進パッケージング事業の

2027年倍増を目指す

#13 SiCパワーモジュール向け先進パッケージングがEVとAIデータセンターを変革：AMBと埋め込み
ダイ技術が熱管理と電力密度を向上

#16 ASMPT、AI需要でアドバンストパッケージング事業が記録的売上を達成し、2026年上半期に堅
調な業績を報告



#01 ベシ、AI需要とハイブリッドボンディング牽引で受注
額が前年比128.8%増の2億9290万ユーロに到達

概要

オランダの半導体装置メーカーBesiは、AI関連需要とハイブリッドボンディング技術の
好調に牽引され、2026年第2四半期の受注額が前年同期比128.8%増の2億9290万ユーロ
を記録した。純利益は8900万ユーロ、売上高は2億4990万ユーロを計上し、ハイブリ

ッドボンディング顧客数は15社から21社に増加した。この記録的な受注は、ロジッ
ク、メモリ、コパッケージドオプティクス、消費者向けなど幅広い分野で先端パッケ
ージング技術の採用が加速していることを示している。ベシの技術は、次世代AIおよ

び高性能コンピューティング向けの半導体製造において不可欠な役割を担い、その市
場での地位を強化している。

公開日 2026年07月23日  ET Electronics News  オランダ



詳細

主要成果

オランダの半導体装置大手BE Semiconductor Industries (Besi) は、2026年第2四半期にお
いて、AI関連の需要とハイブリッドボンディング技術の採用拡大に牽引され、過去最高
の受注額2億9290万ユーロを達成しました。これは前年同期と比較して128.8%の大幅な
増加であり、同社の市場における優位性と先端技術への強い需要を明確に示していま
す。

技術・事業詳細

Besiの業績は、特に次世代半導体パッケージング技術であるハイブリッドボンディング
への投資が実を結んだものです。この技術の顧客数は、わずか1年間で15社から21社へ
と顕著に増加しました。ハイブリッドボンディングは、個別のチップを直接接合するこ
とで、従来のワイヤーボンディングやフリップチップボンディングに比べて高密度、高
性能、低消費電力を実現します。これにより、ロジック、メモリ、コパッケージドオプ
ティクス（CPO）、そして高性能AIアプリケーションといった多岐にわたる分野で、そ
の応用が加速しています。第2四半期の売上高は2億4990万ユーロ、純利益は8900万ユ
ーロに達し、前年比でそれぞれ32.0%増、58.0%増と大幅な成長を遂げました。

背景・業界文脈

現在の半導体業界は、AI、データセンター、高性能コンピューティング（HPC）の爆発
的な成長により、かつてないほどの需要期を迎えています。これらのアプリケーション
は、より多くのコア、より高い帯域幅、そしてより低いレイテンシを必要とし、チップ
の集積度と電力効率を限界まで高める先端パッケージング技術が不可欠となっていま
す。Besiのハイブリッドボンディング技術は、これらの課題に対する主要な解決策の一
つとして位置づけられており、特にHBM (High Bandwidth Memory) やチップレットア
ーキテクチャの進化において、その重要性が高まっています。



今後の展望

ベシは、ハイブリッドボンディング技術への継続的な研究開発投資を通じて、さらなる
顧客基盤の拡大と市場シェアの獲得を目指しています。AI市場が今後も急速な成長を続
けることが予測される中、ベシの技術は、半導体チップの性能向上とコスト効率化に貢
献し、業界全体のイノベーションを加速させる鍵となるでしょう。同社の強固な受注残
と技術リーダーシップは、将来にわたる持続的な成長を示唆しています。

元記事: https://electronics.economictimes.indiatimes.com/news/semiconductors/besi-reports-record-

orders-driven-by-ai-and-hybrid-bonding-technology/132575561
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#02 マレーシア、HBM4国産化を目指し先端チップパッケ
ージングに4500万米ドルを投資

概要

マレーシア政府は、科学・技術・イノベーション省が主導するプログラムの下、AI、
データセンター、高性能コンピューティング向けの先端チップパッケージング能力強
化のため、1億8500万リンギット（約4500万米ドル）を投資すると発表した。マレー

シア先端パッケージングコンソーシアム（MAPC）は、5社の地元企業を連携させ、2

年以内にHBM4テストチップの国産概念実証を商業化することを目指す。この投資
は、マレーシアが世界の半導体サプライチェーンにおける高付加価値後工程の中心地

としての地位を確立し、外部依存を減らす戦略的な動きである。

公開日 2026年07月30日  Asia News Network  マレーシア



詳細

主要成果

マレーシア政府は、国内の先端チップパッケージング能力を大幅に強化するため、1億
8500万リンギット（約4500万米ドル）を投資する計画を発表しました。この投資は、
人工知能（AI）、データセンター、および高性能コンピューティング（HPC）分野で使
用される次世代半導体の製造を加速させることを目的としています。

技術・事業詳細

この戦略的投資の中心となるのは、科学・技術・イノベーション省が主導するマレーシ
ア先端パッケージングコンソーシアム（MAPC）です。MAPCは、国内の主要企業5社を
結集し、ハイバンド幅メモリ（HBM）の次世代規格であるHBM4テストチップの国産概
念実証（PoC）を開発することを目指しています。具体的な目標として、これらの先端
パッケージング技術を2年以内に商業化し、マレーシアをAIチップ製造における重要な
後工程ハブに位置づけることが挙げられています。この取り組みは、特に高集積かつ高
性能な半導体製品の需要が高まる中、国の競争力を強化する上で極めて重要です。

背景・業界文脈

半導体業界では、ムーアの法則の限界が近づく中で、チップの性能向上は微細化だけで
なく、先端パッケージング技術によってもたらされるようになっています。特にAIアプ
リケーションの爆発的な成長は、2.5D/3D積層技術やチップレットなどの高密度パッケ
ージングソリューションの需要を急増させています。マレーシアは、長年にわたり半導
体後工程（OSAT）分野で世界的な中心地の一つでしたが、今回の投資は、より高付加
価値な先端パッケージング分野への移行を加速させるものです。これにより、グローバ
ルサプライチェーンにおけるマレーシアの戦略的重要性はさらに高まるでしょう。

今後の展望

マレーシアのこの投資は、単なる国内産業の強化にとどまらず、世界の半導体サプライ
チェーンのレジリエンス（回復力）と多様化にも貢献します。HBM4のような最先端技
術の国産化は、供給リスクを軽減し、地域のイノベーションエコシステムを活性化させ
ます。この取り組みが成功すれば、マレーシアはAI時代における高機能半導体パッケー
ジングの主要な拠点として、世界的な注目を集めることとなるでしょう。
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